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Inventia se referd la o metoda de protectie electro-
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fiind efectuata folosind arcul termoionic Tn vid.

Revendicari: 2
Figuri: 2

Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventje a fost respinsa, retrasd sau consideratd ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinatd de revendicarile continute in cererea publicatd in conformitate

cu art.23 alin.(1) - (3).

RO 134353 A2



thClUL DE STAT PENTRU INVENTH $I MARC.
Careres de brevet de inventie

N O 2018 odoaf

Titlu brevet: - . .
Data depozit ..L3.z10. 20%....

Metoda de acoperire cu filme metalice pe carcase din plastic pentru efectul de
ecranare electromagnetica

Abstract

Metoda de obtinere a protectiei electromagnetice a circuitelor electronice folosind
carcase din plastic metalizate se refera la realizarea metalizarii peretilor carcasei
de plastic cu un strat de Cu si unul de Ni adaptand plasma de arc termoionic in

vid. Grosimea totala a acoperirii metalice este de cel putin 1 micrometru.

Descrierea inventiei

Inventia se refera la o metoda de acoperire a carcaselor din material plastic
pentru montajul circuitelor electronice, cu filme metalice subtiri de tip multistrat
cu proprietati de ecranare/atenuare electromagnetica (EM) prin utilizarea sursei
de plasma a arcului termionic in vid (TVA). Inventia are la baza o componenta
inovativa data de capabilitatea, adaptarea si utilizarea sursei de plasma TVA,
pentru acoperirea cu filme metalice multistrat (Cu/Ni) a carcaselor din plastic -
substrate sensibile la temperatura- pentru obtinerea unui produs (carcasa) cu

proprietati de protectie electomagnetica a circuitelor electronice de comanda.

Domeniul inventiei

Prin utilizarea echipamentelor electrice/electronice, de exemplu, pentru a opera

un microprocesor electronic sau alte circuite logice, se genereaza radiatii
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electromagnetice in benzi de frecventa diferite care in contact cu alte
echipamente din apropriere/ vecine produc interferente electromagnetice (EMI).
Interferenta electromagnetica (EMI) rezultata a devenit problematica in protectia
echipamentelor electronice. Astfel, problema interferentei si susceptibilitatii
electromagnetice a devenit o conditie necesara in proiectarea dispozitivelor de

inalta fiabilitate.

Procesul predominant de atenuare al efectului EMI se poate realiza fie prin
reflexie pe o suprafata metalica conductoare si /sau prin absorbtie in cazul in care
suprafata are o constanta dielectrica sau 0 permeabilitate magnetica mare. Prin
combinarea a minim doua filme subtiri (acoperire multistrat) cu materiale
diferite dpv al proprietatilor fizice se poate obtine un efect combinat de ecranare
(reflexie si/sau obsorbtie). O ecranare pe o suprafata din plastic poate contine
unul sau mai multe filme metalice. Cu toate acestea, este dificil sa acoperi cu
filme subtiri metalice un substrat din plastic astfel incat sa obtii un produs fiabil.
Acoperirile metalice pe materiale din plastic pot fi realizate prin diferite metode

de metalizare.

Exista si se folosesc o varietate de metode de ecranare EM, ca de exemplu; custii
metalice, carcase din plastic ,tabetate” cu placi/ masti metalice, acoperii
interioare cu metale conductive sau carcase compozite. Totodata, exista carcase
acoperite cu pasta conductiva aplicata prin procedee chimice, electrostatice sau
prin vaporizare in vid. Fiecare din metodele uzuale de ecranare EM prezinta
anumite avantaje si dezavantaje. In cazul metodelor de acoperire sus mentionate
exista cateva impedimente legate de: costul de fabricare ridicat, etapele
procesului sunt complexe sau tipul/felul polimerului. Pentru metoda prin
vopsire se utilizeaza trei tipuri de vopsele; cu Argint (cu proprietati de ecranare

bune, dar scump), Cupru (rezistivitate scazuta, probleme de stabilitate
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chimica/oxideaza, dar are un pret mediu), Nickel (capacitate de ecranare scazuta,
rezistenta mecanica buna, pret mediu). Toate aceste vopsele prezinta o

neuniformitate a acoperirii suprafetei si in timp se dezlipesc.

Custiile metalice prezintd o serie de dezavantaje: sunt grele, scumpe, rigide si

nerezistente la oxidare/corodare daca sunt expuse in medii diferite.
Prezentarea detaliata a inventiei

In cele ce urmeaza se detaliaza descrierea produsului/ obiectului cu efect de
ecranare EM precum si metoda de acoperire. Figurile reprezentative pentru
aceasta descriere sunt Figurile 1- 3. In sectiune transversala, figura 1, sunt
prezentate substratul carcasei din plastic 1, filmul metalic nemagnetic cu efect de
ecranare EM 2, filmul metalic magnetic cu rol de protectie anticoroziva si
mecanica 3. In Figura 3 este descrisa metoda de acoperire cu filme subtiri

metalice prin TVA.

Filmul metalic cu efect de atenuare EM, 2, este din Cu. Filmul metalic 2 are o
grosime de cel putin 600 nm. Filmul cu proprietati de rezistenta chimica si
mecanica 3, este din Ni, si are o grosime de cel putin 400 nm. Astfel, Filmul 3
imbunatateste rezistenta la oxidare a filmului 2 cu efect de ecranare EM.

Carcasa standard din material plastic utilizata in montajul circuitelor
electronice (nu sunt aratate) a fost procurata din comert. Filmele subtiri metalice
de tip multistrat (Cu/Ni) sunt preparate utilizand metoda de depunere a plasmei
arcului termoionic in vid (TVA) - Figura 3. Aceasta metoda prezinta o serie de
avantaje spre deosebire de alte metode de depunere de filme metalice pe plastic,
ca de exemplu, evaporare termica in vid, pulverizare prin magnetron, placarea

ionica, arcul catodic sau plasma spray.
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Dezavantajul principal al metodelor de depunere, asa cum au fost utilizate
pana acum, este descris de faptul ca: plasma intra in contact cu substratul din
plastic astfel incat se deformeaza termic, se utilizeaza un gaz buffer, acoperirea
cu filme metalice este realizata neuniform, existenta unor procese complexe
pentru obtinerea aderentei filmului pe plastic, limitarea extinderii acoperii pe

suprafete mari.

Capabilitatea metodei TVA de depunere de filme subtiri metalice pe substrate

sensibile la temperatura, a fost demonstrata si in lucrarea.

Adaptarea si utilizarea plasmei TVA pentru acoperirea carcaselor din plastic
ca metoda de depunere de filme subtiri metalice pentru ecranare

electromagnetica reprezinta o noutate in acest sens.

Problemele tehnice pe care le inlatura aceasta metoda sunt cele expuse mai
jos: nu se utilizeaza un gaz buffer, plasma este localizata (nu inunda incinta),
substratele nu sunt imersate in plasma astfel incat substratul din plastic (carcasa)
nu se deterioreze datorita temperaturi, plasma este pura si contine doar atomi si
ioni ai materialului de depus, depunere uniforma si aderenta, extinderea acoperii
pe suprafete mari, optimizarea procesului de depunere se realizeaza prin
ajustarea parametrilor plasmei. Parametrii electrici depind de procedura de
depunere, materialul de depus, precum si de tipul substratului. Un detaliu
important al acoperii il constituie monotorizarea conditiilor de depunere si
trebuie monitorizati atent de la etapa la etapa astfel incat depunerea sa fie

consistenta.

Sistemul de acoperiri cu filme subtiri metalice utilizand plasma TVA este

prezentat in Figura 3 si consta:
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- anodul (1) sub forma de nacela este confectionat din grafit si este umplut cu
materialul ce urmeaza a fi de depus Cu, respectiv Nij, si este alimentat de la o

sursa de inalta tensiune (2) printr-un circuit electric ce contine si o rezistenta de

balast (3),

- catodul (4) este confectionat din Tungsten fiind alimentat de la o sursa de

curent (5)

- substratul din plastic ABS(6) este plasat la o distanta altfel incat acoperirea sa fie

uniforma si aderenta,

- pluma de plasma (7) se formeaza prin accelerarea electronilor emisi de (4)
special incalzit din exterior astfel incat sa se asigure o puternica termoemisie

electronica si prin aplicarea unei tensiuni electrice suficient de mare pe (1),

- camera de depunere (8) este din inox, avand o forma cilindrica si un volum de
aproximativ 0,4 m3, poarta de access fiind situata in partea frontala a instalatiei,
si este conectata la un sistem de vid prin flansa (9), realizandu-se un vid inalt si

ultrainalt (presiunea reziduala sub 10 torr)

Conform inventiei, prin adaptarea si utilizarea sursei de plasma a TVA pentru
acoperirea carcaselor din material plastic pentru montajul circuitelor logice de
comanda cu filmele subtiri metalice de tip multistrat cu proprietati de ecranare /
atenuare EM constituie un element de noutate in protectia echipamentelor
electrice/electronice de comanda. Totodata, carcasele au fost testate dpv al
ecranarii EM prin montarea unor dispozitive electronice de comanda. S-a
observat ca, dispozitivele electronice de comanda functioneaza in parametrii
stabiliti fara sa existe o disfunctionalitate a acestora, fapt dovedit si prin
montarea aceluiasi dispozitiv in carcasa fara acoperire cu protectie EM unde au

fost semnalate o serie de probleme tehnice.
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Revendicari

1. Metoda de obtinere a protectiei electromagnetice a circuitelor
electronice folosind carcase din material plastic metalizate
caracterizata prin accea ca se depun pe peretii carcasei straturi
conductoare cu rol de reflexie si absorbtie a radiatiei electromagnetice

folosind arcul termionic in vid

2. Stratul cu rol de ecranare electromagnetica este format dintr-un strat
de Cu cu grosimea de cel putin 600 nm si unul de Ni cu grosimea de

cel putin 400 nm
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FIGURA 1

FIGURA 2
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